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今週のキーワード

AI光通信
テラビット時代と日本の戦略

27
件

総記事数

8
カ国

対象国数

1.6T
Gbps

光モジュール

25.1億
ドル

TFLN市場予測

今週の全27記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01
Solinide、AIデータセ
ンター向けPIC商用化

新製品/企
業戦略

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
○

●●○○
○

●●●○
○

スウェーデンのSolinideがAIデータセンター向けSiN
フォトニックチップとマイクロコム技術で400万ユー
ロ調達、商用化を加速。単一チップで多波長生成し、
電力・コスト・フットプリントを大幅削減。

#02
TFLN変調器市場、203
4年25.1億ドルへ

市場予測
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

TFLN変調器市場がAIインフラと次世代光モジュール
需要で2034年までに25.1億ドルに成長予測。高帯域
幅、低駆動電圧、ヘテロ集積が成長を牽引。

#03
TFLN結合共振器で量
子光子操作

学術論文
●●●●

●
●○○○

○
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○

シリコン基板上TFLN結合共振器変調器をヘテロ集積
し、チューナブルな周波数ビームスプリッティングを
実現。量子フォトニック回路の実現に向けた重要技術
。

#04
800Gから1.6T/3.2T
へ急速移行

業界トレ
ンド

●●○○
○

●●●●
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

AI需要により光通信業界は800Gから1.6Tへ急速移行
、3.2Tが試験段階。コヒーレント光技術がデータセン
ター短距離リンクにも拡大し、テラビット時代へ。

#05
Lumentum、1.6T光
モジュールでNVIDIA
と契約、日本で増産

企業戦略/
製品紹介

●●●○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
●

LumentumがAIデータセンター向け1.6T光モジュー
ルでNVIDIAと数十億ドル契約。日本のInPウェハ製造
拠点で生産能力を拡大し、市場を牽引。

#06
Coherent、AI向け光
トランシーバーで過去
最高益

企業業績
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

CoherentがAIデータセンター向け800G/1.6T光トラ
ンシーバー需要で過去最高の収益を達成。6インチInP
製造への移行で生産能力増強。

#07
ベトナム新工場で高速
PLC量産準備完了

企業戦略/
生産能力

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
○

EnablenceとShunYun Technologyがベトナム新工場
で800G/1.6T、CPO/LPO向け高速PLCの量産準備完
了。中国外からの供給源を強化。

#08
Coherent、NVIDIA提
携でAI光インターコネ
クト加速

企業戦略/
投資

●●●○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

CoherentがNVIDIAと提携し、AI光インターコネクト
市場成長加速へ20億ドル投資。800G/1.6T光トラン
シーバー需要に対応し、米国で生産能力拡大。

#09
Ciena決算発表、コヒ
ーレント光に注目

企業業績
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●○○

○
●●○○

○

Cienaの決算発表を控え、コヒーレント光ソリューシ
ョンとネットワーク自動化の動向に注目。AI需要で高
まるネットワークインフラ需要に対応。

#10
800G/1.6T光モジュー
ルを支える高周波MLC
C

技術解説
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○

800G/1.6T光モジュール性能を支える高周波MLCCの
進化を解説。超小型・高信頼性コンデンサがAI時代の
大容量通信で信号完全性を確保。

#11
Ciena、e& UAEにWa
veLogic技術提供

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●○○

○
●●○○

○

Cienaがe& UAEのネットワーク案件でWaveLogicコ
ヒーレント光技術を提供。高容量地域ネットワーク向
けに光ハードウェアと制御ソフトウェアを統合。

#12
上海交通大、FOWLP
で光・電子統合改善

研究開発
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

上海交通大学がデータセンター向け光・電子統合FOW
LP技術を開発。RDLとBCBで信号損失と相互接続密度
を大幅改善し、AI/HPCインフラを強化。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#13
TSMC、1.6nm A16プ
ロセス量産開始へ

半導体製
造

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

TSMCが1.6nm A16プロセス開発を完了し、2026年
第4四半期に量産開始。AI/HPC向け消費電力削減と性
能向上を実現し、光電子統合も加速。

#14
Rapidus、600mmパ
ネルで8リテンクルイ
ンターポーザー

半導体パ
ッケージ

ング

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
●

Rapidusが2030年までに600mmパネルで8リテンク
ルインターポーザーを目指すロードマップ発表。AIチ
ップ向け異種チップレット統合を推進。

#15
Alibaba、GPU不要RIS
C-V AIチップ開発

研究開発
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●○○

○

AlibabaがGPU不要で270億パラメータAIモデルを実
行可能なRISC-Vチップを開発。電力効率とコスト効
率の高いAIコンピューティングの可能性を拡大。

#16
Arteris、AIチップIP市
場で高プレミアム

市場トレ
ンド

●●○○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●○
○

●●●○
○

ArterisがAIチップIP市場で高いプレミアムを享受して
いると報告。AIハードウェア開発における特化型IPの
価値が急速に高まっている。

#17
TIER IVとルネサス、A
IネイティブSDV開発

企業提携
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●

TIER IVとルネサスがAIネイティブSDVプラットフォ
ームを共同開発。自動運転車向けAI統合を加速し、Li
DARやフォトニックコンピューティング活用を推進。

#18
ファウンドリ進化、シ
リコンフォトニクス製
造へ

業界トレ
ンド

●●○○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

半導体ファウンドリの役割が先進パッケージングや異
種統合へと進化。シリコンフォトニクス製造の産業化
と広範な導入に不可欠な基盤を提供。

#19
Socionext、Intel 18A
-P採用で光電子統合強
化

企業戦略/
技術提携

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
●

SocionextがIntel 18A-Pプロセス採用でSoCロードマ
ップを拡張。シリコンフォトニクス統合を強化し、次
世代光電子デバイス開発を加速。

#20
imec、SWIRセンシン
グと散乱補償研究

学術論文/
研究発表

●●●●
○

●●○○
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●○
○

imecがSPIEでCMOS互換SWIRスペクトルセンシング
と散乱補償イメージング向け集積フォトニクス研究を
発表。医療診断や産業検査に貢献。

#21
Hesai、LiDAR事業成
長とサプライチェーン
拡大

企業戦略/
市場動向

●●○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●○
○

●●○○
○

Hesaiが中国スマートカー市場拡大を追い風にLiDAR
事業で成長。サプライチェーンの野心も拡大し、自動
運転の進化を牽引。

#22
浜ホト、Fairchild
CMOSセンサーで強化

企業戦略/
製品紹介

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●○
○

●●●●
●

浜松ホトニクスヨーロッパがFairchild Imaging買収
後、CMOSセンサー技術で先進イメージングソリュー
ションを強化。X線、医療、科学、宇宙向けにポート
フォリオ拡大。

#23
Optalysys、データ移
動中計算のフォトニッ
クHW実証

研究開発
●●●●

●
●○○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●○○

○

Optalysysがデータ移動中に計算を実行するフォトニ
ックハードウェアを実証。AI・暗号化ワークロードの
ボトルネックを解消し、レイテンシ・帯域幅・エネル
ギー消費を削減。

#24
Innoviz、自動車SCの
中国依存リスクに警鐘

市場危機/
業界レポ

ート

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
○

Innovizが自動車サプライチェーンの中国依存リスク
増大に警鐘。LiDARなどハイテク部品の供給多様化と
地政学リスク分散の重要性を強調。

#25
GlobalFoundries、48
V電力供給でDC効率向
上

技術解説
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

GlobalFoundriesが48V電力供給アプローチで次世代
データセンターのエネルギー効率向上を提唱。AIイン
フラに必要な安定電力基盤を提供。

#26
GUSS、Ouster LiDAR
を自律型農業機械に搭
載

製品紹介
●●○○

○
●●●●

●
●●○○

○
●●●○

○
●●○○

○

GUSS AutomationがOusterのRev8 OS0デジタルLiD
ARセンサーを次世代自律型果樹園機械に搭載。農業環
境での高精度ナビゲーションと障害物検出を実現。

#27
オンチップBICレーザ
ーで光量子コンピュー
ティング加速

研究開発
●●●●

●
●○○○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○

高純度線形偏光をオンチップで提供するコンパクトな
BICレーザーが開発。光コンピューティング、量子フ
ォトニクス、先進センシングを加速する画期的な光源
技術。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ AIデータセンターの光化、自社の対応は十分か？
800G/1.6T光モジュールの急速な普及に加え、3.2Tが試験段階に入り、CPO/LPOへの移行は待ったなしです。Lumentu
mやCoherentはNVIDIAと提携し、日本拠点での増産や20億ドルの投資を進めています。日本の材料・部品メーカーは、
この速度と電力効率の要求に応え、次世代光通信のサプライチェーンに食い込めているでしょうか？

❷ 日本の半導体・光技術はグローバル競争で存在感を示せるか？
Rapidusは2030年までに600mmパネルで8リテンクルインターポーザーを目指す先進パッケージングロードマップを発
表。SocionextはIntel 18A-Pプロセス採用でSoCロードマップを拡張し、浜松ホトニクスはCMOSセンサー技術を強化。
これら日本企業の攻勢が、世界のAI/HPCインフラや自動運転市場で確固たる地位を築けるか、その戦略と実行力が問われ
ます。

❸ 量子フォトニクス・光コンピューティングの基礎研究にどう投資するか？
シリコン基板上TFLN結合共振器による量子光子操作や、高純度線形偏光オンチップBICレーザー、Optalysysのデータ移
動中計算など、ブレークスルー級の基礎研究が進行中です。製品化は遠いものの、これらは将来のゲームチェンジャーと
なる可能性を秘めています。貴社はこれらの萌芽技術に今からどう関わり、将来の競争優位性を確保すべきでしょうか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

日本増産 光通信高速化

TSMC A16Rapidus PKGSC多様化

MLCC進化

中国依存SC
量子光子研究

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● 日本増産 機会大 日本の製造拠点活性化 —

● 光通信高速化 注意 高速光部品の需要増大 技術追従遅れ、競争激化

● TSMC A16 注意 AIチップ性能向上 日本ファウンドリ競争

● Rapidus PKG 機会大 日本の半導体競争力強化 —

● SC多様化 機会大 中国外調達選択肢増加 —

● MLCC進化 機会大 日本の部品メーカー競争力 —
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● 中国依存SC 脅威大 サプライヤー多様化商機 部品供給途絶リスク増大

● 量子光子研究 参考 将来技術への先行投資 —
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深掘り ① ― Lumentum、日本拠点で1.6T光モジュール増産
#05 | 2026/08/28 | MarketBeat | 技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

LumentumはAIデータセンター向け1.6T光モジュールで市場を牽引し、NVIDIAと数十億ドル規模の長期契約を締結。
2026会計年度第4四半期から出荷を開始しています。この需要増に対応するため、同社は日本のインジウムリン（InP
）ウェハ製造拠点で生産能力を大幅に拡大しており、200Gおよび将来の300Gレーンスピード技術にも備えています。

AIワークロードの爆発的増加により、データセンター内の銅線接続は限界に達し、光接続への移行が加速。Lumentum
の1.6Tモジュールは、光回路スイッチ、NPO、CPOといった先進ソリューションを包含し、業界最高水準の性能と信頼
性を提供します。日本の製造拠点の能力拡張は、グローバルな供給網の安定化と新世代技術の迅速な市場投入に貢献す
るでしょう。

▶ シニアテクニカルアナリスト

Lumentumの日本拠点でのInPウェハ製造能力拡大は、日本の材料・部品メーカーにとって大きな機会
です。特にInPは高速光デバイスに不可欠であり、この分野での技術蓄積とサプライチェーンへの参画
は重要。NVIDIAとの大型契約は、AIインフラにおける光通信の重要性を明確に示しており、日本の光
部品メーカーは、Lumentumのような大手との連携を強化し、次世代技術開発に貢献すべきです。一方
で、海外企業の日本投資は歓迎すべきですが、技術流出や国内企業の競争力低下に繋がらないよう、戦
略的な視点が必要です。

深掘り ② ― TSMC、1.6nm A16プロセス開発完了と量産開始
#13 | 2026/08/24 | Design And Reuse | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●○

TSMCは次世代半導体製造技術である1.6nm A16プロセスの開発を完了し、2026年第4四半期に量産を開始すると発表
しました。この最先端プロセスは、高性能コンピューティング（HPC）やAIアプリケーションに不可欠な基盤技術であ
り、消費電力削減と性能向上を両立させます。A16プロセスの導入は、エレクトロニクスとフォトニクスの統合が進む
中で、電子チップ性能の底上げを通じてシリコンフォトニクスエコシステムの発展を間接的に加速させるでしょう。

A16プロセスは、革新的なトランジスタ構造と材料技術を導入し、AIアクセラレータ、データセンター向けプロセッサ
などに最適化されます。高性能な電子制御回路は光通信の効率と速度を最大化するために不可欠であり、この微細化の
進展は、シリコンフォトニクスモジュールやコパッケージド・オプティクス（CPO）の性能向上に直結します。

▶ シニアテクニカルアナリスト

TSMCの1.6nm A16プロセスは、AIチップの性能を飛躍的に向上させる基盤技術であり、光通信・フォ
トニクス分野にも間接的に大きな影響を与えます。特に、光電集積デバイスの制御回路の高性能化・省
電力化に貢献するため、日本の光部品メーカーや半導体関連企業は、このプロセス技術の動向を注視し
、自社の製品開発ロードマップに組み込む必要があります。Rapidusなど日本のファウンドリが2nmプ
ロセスで追随する中、TSMCの先行は脅威ですが、同時に日本の半導体製造装置・材料メーカーにとっ
ては、最先端プロセスに対応する技術開発の機会でもあります。
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深掘り ③ ― TFLN結合共振器で量子光子操作を実現
#03 | 2026/08/27 | arXiv | 技術新規性●●●●● 実用化距離●○○○○ 市場インパクト●●○○○ データ信頼性●●●●●
日本関連度●●●○○

研究者らは、シリコン基板上に薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）結合共振器変調器をヘテロ集積することで、チューナ
ブルな双方向周波数モード変換技術を開発しました。この新技術は、50/50の周波数ビームスプリッティングや、ほぼ
完全な周波数スワッピングといった高度な光子操作を可能にします。これにより、スケーラブルな集積周波数ビン量子
フォトニック回路の実現に向けた重要な一歩となります。

この結合共振器変調器は、シリコンオンインシュレータ（SOI）プラットフォーム上にTFLNを直接集積するヘテロジニ
アス集積技術を採用。ニオブ酸リチウムの優れた電気光学効果とシリコンの成熟した製造プロセスを組み合わせること
で、量子コンピューティングにおける周波数エンコーディングされた光子を効率的に操作したり、量子通信において異
なる周波数帯域間で情報を伝送したりといった応用が期待されます。

▶ シニアテクニカルアナリスト

TFLNの優れた電気光学特性とシリコンフォトニクスの集積技術を組み合わせたこの研究は、量子情報科
学におけるブレークスルーとなり得ます。特に、量子ビットの操作に不可欠な高精度な光子操作をオン
チップで実現する可能性は非常に高いです。ただし、arXiv論文であり、具体的な性能数値の検証や実用
化に向けた安定性・信頼性の課題はまだ多く残されています。製品化までは5年以上かかる基礎研究段
階ですが、日本の量子技術研究機関や光部品メーカーは、この種の先端材料・デバイス技術の動向を早
期にキャッチアップし、将来の量子コンピューティング市場への参入機会を探るべきです。

その他の注目記事
Socionext、Intel 18A-P採用で光電子統合強化 (Design And Reuse)
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○

SocionextがIntelの最先端プロセスを採用し、シリコンフォトニクス統合を強化。日本のSoC設計企業がグローバルフ
ァウンドリと連携し、次世代光電子デバイス開発を加速する重要な動き。

Rapidus、600mmパネルで8リテンクルインターポーザー (Design And Reuse)
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○

Rapidusの先進パッケージングロードマップは、日本の半導体産業の復権に向けた野心的な挑戦。AIチップ向け異種統
合の鍵となる技術であり、日本の材料・装置メーカーに大きな機会。

浜ホト、Fairchild CMOSセンサーで強化 (Electronics360)
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●○○

浜松ホトニクスがFairchild ImagingのCMOSセンサー技術を統合し、先進イメージングソリューションを強化。日本の
光センシング技術の競争力向上と応用分野拡大に貢献。

800G/1.6T光モジュールを支える高周波MLCC (Barron MLCC)
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●○○

高速光モジュールの性能は、高周波MLCCのような受動部品の進化に大きく依存。日本のMLCCメーカーは、超小型・高
信頼性製品でAI時代の大容量通信を支える重要な役割を担う。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【R&D;/半導体PKG】AIデータセンター向け1.6T/3.2T光モジュール技術動向（CPO/LPO、SiN、TFLN）を調
査し、自社技術とのギャップを評価する。

• 【調達/経営企画】光部品サプライチェーンにおける中国依存度を再評価し、ベトナムなどチャイナプラスワン
戦略の動向を注視する。

▍短期（1ヶ月）
• 【R&D;/材料メーカー】高周波MLCCなど、光モジュール周辺部品の性能要求を把握し、次世代材料・部品開発
の方向性を検討する。

• 【半導体PKG/R&D;】Rapidusの先進パッケージングロードマップ（600mmパネル、8リテンクルインターポ
ーザー）を詳細分析し、協業可能性を模索する。

• 【経営企画/R&D;】TSMC 1.6nm A16プロセスやIntel
18A-Pプロセスが光電統合に与える影響を評価し、自社の技術ロードマップに反映する。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;/経営企画】量子フォトニクス、光コンピューティング（TFLN結合共振器、BICレーザー、in-transit計
算）の基礎研究動向を継続的にモニタリングし、将来的な技術投資の可能性を検討する。

• 【R&D;/EV設計】TIER IVとルネサスのSDVプラットフォーム開発を注視し、車載LiDARや光センシング技術
の進化が自動運転に与える影響を分析する。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-08-30
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#01 Solinide Photonics、AIデータセンター向けフォトニックチップ商用化へ400万ユーロのシード
資金調達

#02 薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）変調器市場、2034年までに25.1億ドル規模へ成長予測

#03 シリコン基板上に薄膜ニオブ酸リチウム結合共振器変調器をヘテロ集積し、チューナブルな周波
数ビームスプリッティングを実現

#04 光通信業界、800Gから1.6Tトランシーバーへ急速移行、3.2Tが試験段階に突入しテラビット時
代へ

#05 Lumentum、AIデータセンター需要で1.6T光モジュール市場を牽引、NVIDIAと数十億ドル規模
の契約を締結し日本で生産能力を拡大

#06 Coherent、2026年度第4四半期に過去最高の収益を達成、AIデータセンター向け800G/1.6T光
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#08 Coherent、NVIDIAとの提携と20億ドルの投資計画でAI光インターコネクト市場の成長を加速、

800G/1.6T光トランシーバー需要に対応

#09 Ciena、2026年度第3四半期決算発表を控え、コヒーレント光ソリューションとネットワーク自
動化の動向に注目

#10 800G/1.6T光モジュールの性能を支える高周波MLCCの進化：超小型・高信頼性コンデンサがAI
時代の大容量通信を可能に

#11 Ciena、e& UAEネットワーク案件で注目を集める、高容量地域ネットワーク向けにWaveLogic
コヒーレント光技術を提供

#12 上海交通大学、データセンター向け光・電子統合でFOWLP技術を開発し信号損失と相互接続密
度を大幅改善

#13 TSMC、1.6nm A16プロセス開発を完了し第4四半期に量産開始へ

#14 Rapidus、2030年までに600mmパネルで8リテンクルインターポーザーを目指す先進パッケー

ジング技術のロードマップを発表

#15 Alibaba、270億パラメータのAIモデルをGPU不要で実行可能なRISC-Vチップを開発

#16 Arteris、AIチップIP市場で高いプレミアムを享受 — 特化型IPの需要増大を示す

#17 TIER IVとルネサス、AIネイティブなソフトウェア定義車両（SDV）プラットフォームの共同開
発で提携

#18 半導体ファウンドリの役割が進化：高まるシリコンフォトニクス製造への影響



#19 Socionext、Intel 18A-Pプロセス採用でSoCロードマップを拡張し次世代光電子デバイス統合を
強化

#20 imec、SPIE Optics and Photonics 2026でSWIRセンシングと散乱補償イメージング向け集積

フォトニクス研究を発表

#21 Hesai、中国のスマートカー市場拡大を追い風にLiDAR事業で成長、サプライチェーンの野心も
拡大

#22 浜松ホトニクスヨーロッパ、Fairchild ImagingのCMOSセンサー技術で先進イメージングソリュ
ーションを強化

#23 Optalysys、データ移動中に計算を実行するフォトニックハードウェアを実証しAIおよび暗号化
ワークロードのボトルネックを解消

#24 Innoviz、自動車サプライチェーンにおける中国依存のリスク増大に警鐘を鳴らす

#25 GlobalFoundries、48V電力供給アプローチで次世代データセンターのエネルギー効率を向上

#26 GUSS Automation、OusterのRev8 OS0デジタルLiDARセンサーを次世代自律型果樹園機械に
搭載

#27 高純度線形偏光をオンチップで提供するコンパクトなBICレーザーが開発され、光コンピューテ
ィングと量子フォトニクスを加速



#01 Solinide Photonics、AIデータセンター向けフォトニ
ックチップ商用化へ400万ユーロのシード資金調達

概要

スウェーデンのディープテック企業Solinide Photonicsは、AIデータセンター向けシリ
コン窒化物フォトニック集積回路とマイクロコム技術の商用化に向け、400万ユーロの
シード資金を調達しました。この技術は、複数のレーザー光源を単一チップで数十の

波長を生成できるものに置き換え、データ伝送量を増やしつつ消費電力、コスト、フ
ットプリントを大幅に削減します。既にデータセンターリンクでの性能を実証し、ラ
ックマウントシステムへの統合も完了しており、今後は商業化と実世界での展開を加

速します。今回の資金調達は、高効率な光通信ソリューションへの市場ニーズの高ま
りを反映しています。

公開日 2026年08月20日  Tech.eu  スウェーデン



詳細

主要成果

スウェーデンのディープテック企業Solinide Photonicsは、AIデータセンター向けの高効
率シリコン窒化物フォトニック集積回路（PIC）およびマイクロコム技術の商用化を加
速するため、400万ユーロのシード資金を調達しました。この資金は、同社の革新的な
光通信ソリューションの実世界での展開を推進するために活用されます。

技術詳細

Solinide Photonicsが開発したマイクロコム技術は、複数の独立したレーザー光源を単一
のフォトニックチップに集積されたマイクロコムで置き換えることを可能にします。こ
れにより、数十の異なる波長を単一のチップで生成できるようになり、AIデータセンタ
ーにおけるデータ伝送のボトルネックを解消します。この技術は、光ファイバー経由の
データ伝送量を劇的に増加させると同時に、従来のシステムと比較して消費電力、コス
ト、および物理的なフットプリントを大幅に削減する潜在能力を秘めています。

同社のソリューションは、既にデータセンターリンクで必要とされる厳しい性能要件を
実証しており、ラックマウントシステムへの統合も成功しています。シリコン窒化物
（SiN）は、低損失で高Q値の共振器を実現できるため、マイクロコム生成に適した材
料として注目されています。

背景・業界文脈

AIや高性能コンピューティング（HPC）の急速な進化に伴い、データセンター内のデー
タ移動量が爆発的に増加しており、従来の電気的インターコネクトでは電力消費と帯域
幅の限界に直面しています。光通信技術は、これらの課題を克服するための鍵として期
待されており、特にシリコンフォトニクスやマイクロコム技術は、次世代のデータセン
ターインフラストラクチャを支える中核技術と見なされています。

今回の資金調達は、AIデータセンターが直面するエネルギー効率とスケーラビリティの
課題に対するソリューションとして、Solinide Photonicsの技術が評価されたことを示し
ています。同社は、既存の技術よりも優れた性能とコスト効率を提供することで、この
急成長市場での競争優位性を確立しようとしています。



今後の展望

Solinide Photonicsは、今回のシード資金を活用して、製品の商業化と実世界での大規模
展開を進める計画です。高効率なフォトニックチップの提供により、同社はAIデータセ
ンターの運用コスト削減と性能向上に貢献し、光通信業界における主要プレーヤーとし
ての地位を確立することを目指します。将来的には、より広範な光通信アプリケーショ
ンへの技術応用も視野に入れています。

元記事: https://tech.eu/2026/08/20/solinide-closes-e4m-to-commercialise-photonic-chips-for-ai-data-

centres/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://tech.eu/2026/08/20/solinide-closes-e4m-to-commercialise-photonic-chips-for-ai-data-centres/
https://tech.eu/2026/08/20/solinide-closes-e4m-to-commercialise-photonic-chips-for-ai-data-centres/


#02 薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）変調器市場、2034年
までに25.1億ドル規模へ成長予測

概要

本記事はEINPresswire.comが配信した市場調査レポートの概要紹介です。薄膜ニオブ
酸リチウム（TFLN）変調器市場は、AIインフラや次世代プラガブル光モジュールにお
ける需要増加に牽引され、2034年までに25.1億ドルに達すると予測されています。こ

の成長は、TFLN技術が提供する優れた帯域幅、低駆動電圧、低挿入損失、製造スケー
ラビリティによって支えられます。特に、ヘテロジニアスシリコンフォトニクスプラ
ットフォームへのTFLN統合が進むことで、110GHzを超える電気光学性能とウェハス

ケールでの集積が期待されます。

公開日 2026年08月25日  EINPresswire.com (The National Law Review)  アメリカ



詳細

レポート概要

この市場調査レポートは、薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）変調器のグローバル市場に焦
点を当てています。調査対象市場には、AIインフラ、次世代プラガブル光モジュールな
ど、高速・高効率な光通信が求められる多様なアプリケーションが含まれています。地
域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、およびその他の地域における市場動
向が分析されています。調査期間は現状から2034年までを対象としています。

主要な調査結果

TFLN変調器市場は、2026年以降、AIインフラや高性能データセンターの需要拡大を背
景に、商業的に重要な成長段階に突入すると予測されています。レポートによると、同
市場は2034年までに25.1億ドル規模に達する見込みです。この成長は、TFLN技術が提供
する優れた特性、すなわち高帯域幅、低駆動電圧、低挿入損失、そして製造プロセスの
スケーラビリティに起因します。

特に、TFLNを変調器としてシリコンフォトニクスプラットフォームにヘテロジニアスに
統合する技術は、大きな可能性を秘めています。この統合により、110GHzを超える電
気光学性能とウェハスケールでの大量生産が可能となり、従来の技術では困難だった性
能とコスト効率の両立が実現されつつあります。これにより、次世代の光トランシーバ
ーや光インターコネクトの性能向上が期待され、データセンターや通信ネットワークの
ボトルネック解消に貢献すると見られています。

発行会社について

EINPresswire.comは、企業や組織のプレスリリースを世界中のメディアに配信するサー
ビスです。このレポートは、市場調査会社によって作成され、EINPresswire.comを通じ
て公表されました。

元記事: https://natlawreview.com/press-releases/thin-film-lithium-niobate-modulator-market-reach-

usd-2510-million-2034-48

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://natlawreview.com/press-releases/thin-film-lithium-niobate-modulator-market-reach-usd-2510-million-2034-48
https://natlawreview.com/press-releases/thin-film-lithium-niobate-modulator-market-reach-usd-2510-million-2034-48


#03 シリコン基板上に薄膜ニオブ酸リチウム結合共振器変
調器をヘテロ集積し、チューナブルな周波数ビームスプリ
ッティングを実現

概要

研究者らは、シリコン基板上に薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）結合共振器変調器をヘ

テロ集積することで、チューナブルな双方向周波数モード変換技術を開発しました。
この新技術は、50/50の周波数ビームスプリッティングや、ほぼ完全な周波数スワッピ
ングといった高度な光子操作を可能にします。このアプローチにより、光子対光源、

スペクトルフィルター、アクティブチューニング要素、単一光子検出器との共同集積
が容易になり、スケーラブルな集積周波数ビン量子フォトニック回路の実現に向けた
重要な一歩となります。材料の柔軟性を高めることで、量子コンピューティングや量

子通信の発展に貢献する可能性を秘めています。

公開日 2026年08月27日  arXiv  国際



詳細

主要成果

今回発表された研究は、シリコン基板上に薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）結合共振器変
調器をヘテロ集積することで、画期的なチューナブル双方向周波数モード変換を実現し
ました。この技術は、量子情報科学における周波数ビン量子ビットの操作に不可欠な、
50/50の周波数ビームスプリッティングや、ほぼ完全な周波数スワッピングを可能にし
ます。これにより、スケーラブルな集積量子フォトニック回路の実現に向けた大きな進
歩となります。

技術・臨床詳細

この結合共振器変調器は、シリコンオンインシュレータ（SOI）プラットフォーム上に
TFLNを直接集積する「ヘテロジニアス集積」技術を採用しています。ニオブ酸リチウム
は、その優れた電気光学効果により、光信号を高速かつ効率的に変調できる特性を持ち
ますが、バルク材料での集積は困難でした。薄膜化とシリコン基板への集積により、こ
の課題を克服し、集積度と性能を両立させています。

具体的には、共振器構造を調整することで、入力された光の周波数モードを精密に変換
することが可能です。これにより、例えば量子コンピューティングにおける周波数エン
コーディングされた光子を効率的に操作したり、量子通信において異なる周波数帯域間
で情報を伝送したりといった応用が期待されます。実験では、高い変換効率と低いクロ
ストークが実証され、集積光子対光源、スペクトルフィルター、アクティブチューニン
グ要素、単一光子検出器との共同集積の可能性も示されています。

背景・業界文脈

量子情報科学において、周波数ビン量子ビットは、その堅牢性と大容量性から注目され
ています。しかし、これらの量子ビットをスケーラブルかつ効率的に操作するための集
積フォトニック回路の開発は、依然として大きな課題でした。特に、材料間の特性の不
整合や、回路の大型化が問題となっていました。今回のTFLNとシリコンフォトニクスと
のヘテロ集積は、シリコンの成熟した製造プロセスとTFLNの優れた電気光学特性を組み
合わせることで、これらの課題に対する有望な解決策を提示します。



今後の展望

この技術は、次世代の量子コンピューターや量子ネットワークの構築に不可欠な基盤技
術となる可能性があります。特に、単一チップ上での複雑な量子操作の実現を加速し、
より実用的な量子デバイスの開発に貢献することが期待されます。将来的には、より大
規模な周波数ビン量子フォトニック回路への応用や、光子間のエンタングルメント生
成、量子ゲート操作など、多岐にわたる量子情報処理への道を開くでしょう。

元記事: https://arxiv.org/abs/2608.26028

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://arxiv.org/abs/2608.26028


#04 光通信業界、800Gから1.6Tトランシーバーへ急速移
行、3.2Tが試験段階に突入しテラビット時代へ

概要

光通信業界は、800Gが最先端技術となってからわずか2年で、1.6Tトランシーバーが既
に稼働を開始し、さらに3.2T製品が試験段階に入っています。この急速な進化は、AI

ワークロードによる爆発的な帯域幅需要の増大に直接対応するものです。物理層、特

に光コンポーネント、ファイバー、試験インフラが、このテラビット時代の到来に追
いつく必要性が強く認識されています。コヒーレント光技術は、長距離通信からデー
タセンター向けへとその応用範囲を広げ、「コヒーレントライト」として短距離リン

クへの導入も進んでいます。

公開日 2026年08月25日  Fibre Systems  イギリス



詳細

主要成果

光通信業界は、過去2年間で驚異的な速度で進化を遂げており、800G光トランシーバー
が標準となってからわずか2年で、すでに1.6Tトランシーバーが実用化されています。
さらに、次世代の3.2T技術が現在試験段階にあり、将来的な6.4Tおよびそれ以上の伝送
速度に関する議論が活発に行われています。これは、主にAIワークロードによるデータ
センターの帯域幅需要の爆発的な増加に対応するため、光通信技術がテラビット時代へ
と急速に移行していることを示しています。

技術・臨床詳細

この高速化の背景には、データセンターとネットワークインフラストラクチャにおける
データ量の指数関数的な増加があります。特にAIアプリケーションの普及は、従来のネ
ットワーク設計では対応しきれないほどの帯域幅と低遅延を要求しています。これに対
応するため、光通信の物理層全体が刷新を迫られています。これには、より高性能な光
コンポーネント、改良された光ファイバーケーブル、そしてこれらの新しい速度を正確
に評価するための高度な試験インフラストラクチャの開発が含まれます。

技術的な進歩として、コヒーレント光技術の応用範囲が拡大しています。元来、長距離
通信や海底ケーブルシステムで信号品質と伝送距離を最大化するために使用されてきた
コヒーレント技術が、今やデータセンター内部のインターコネクト、さらには短距離リ
ンクにも「コヒーレントライト」として導入され始めています。これにより、データセ
ンター内の物理的な距離が短い環境でも、より高いデータ密度と効率的な信号処理が可
能となり、全体的なシステムパフォーマンスが向上します。

背景・業界文脈

AIや機械学習の計算負荷が高いワークロードは、データセンター間のトラフィックだけ
でなく、データセンター内部のサーバー間通信においても膨大な量のデータを生成しま
す。これにより、光通信デバイスの性能は、プロセッサやストレージの進化に劣らず、
ネットワーク全体のボトルネックを解消するための鍵となっています。業界全体が、こ
の「テラビットの席巻」に対応するため、サプライチェーン全体での技術革新と生産能
力の増強を急いでいます。



今後の展望

今後数年間で、1.6T、3.2T、そして6.4T以上の光トランシーバーが市場の主流となるこ
とが予測されます。これにより、データセンターの設計思想は根本的に変化し、より大
規模で分散されたAI計算リソースを効率的に接続することが可能になります。光コンポ
ーネントメーカー、ファイバープロバイダー、試験機器ベンダーは、この高速化の波に
乗り、技術革新を継続することで、未来のデータインフラを支える重要な役割を担うこ
とになります。

元記事: https://www.fibre-systems.com/article/out-now-fibre-systems-autumn-2026-terabit-takeover-

here

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.fibre-systems.com/article/out-now-fibre-systems-autumn-2026-terabit-takeover-here
https://www.fibre-systems.com/article/out-now-fibre-systems-autumn-2026-terabit-takeover-here


#05 Lumentum、AIデータセンター需要で1.6T光モジュー
ル市場を牽引、NVIDIAと数十億ドル規模の契約を締結し
日本で生産能力を拡大

概要

Lumentumは、AIデータセンターにおける光接続への急速な移行により、大きな成長機

会を捉えています。同社は1.6T光モジュールで市場先行を達成し、2026会計年度第4四
半期から出荷を開始しており、NVIDIAとは数十億ドル規模の長期契約を締結しまし
た。この需要増に対応するため、Lumentumは日本のインジウムリン（InP）ウェハ製

造拠点で生産能力を拡大し、200Gおよび将来の300Gレーンスピード技術にも備えてい
ます。Cloud Lightモジュール事業も四半期収益2億ドル超に回復し、今後の成長を確固
たるものにしています。

公開日 2026年08月28日  MarketBeat  アメリカ



詳細

主要成果

Lumentumは、AIデータセンター市場における光接続への急速な移行を背景に、主要な
成長機会を獲得しています。同社は次世代の1.6T光モジュール市場で先行し、2026会計
年度第4四半期から出荷を開始しました。特にNVIDIAとは、AIインフラの需要に応える
ため、数十億ドル規模の長期契約を締結しており、業界での強い地位を確立していま
す。この需要に対応するため、Lumentumは日本のインジウムリン（InP）ウェハ製造拠
点で200Gおよび将来の300Gレーンスピードの光技術に対応するための生産能力を大幅
に拡大しています。

技術・臨床詳細

AIワークロードによる爆発的なデータ量増加は、データセンター内の銅線接続の物理的
限界を露呈させ、光接続への移行を不可避なものにしています。Lumentumは、800Gか
ら1.6Tシステムへの高速化トレンドの中心におり、その技術は光回路スイッチ、ニアパ
ッケージドオプティクス（NPO）、コパッケージドオプティクス（CPO）といった先進
的なソリューションを含む多岐にわたります。同社の1.6Tモジュールは、業界最高水準
の性能と信頼性を提供し、特に帯域幅集約型のAIクラスターシステムでの導入が加速し
ています。

また、Lumentumは、インジウムリン（InP）技術における深い専門知識を活用し、特に
日本の拠点でウェハ製造能力を強化しています。これは、200G/レーンおよび次なる
300G/レーンといった、より高密度の光伝送技術への対応を見据えた戦略的投資です。
同社のCloud Lightモジュール事業も、四半期収益が2億ドル以上に回復し、製品ポート
フォリオの広範な強さを示しています。

背景・業界文脈

AIの進化は、高性能コンピューティング（HPC）とデータセンターの設計に革命をもた
らしており、従来のネットワークインフラでは対応できない新たなボトルネックを生み
出しています。このボトルネックを解消するためには、プロセッサとメモリ間の接続、
サーバーラック内、そしてデータセンター間の通信において、光技術の導入が不可欠で
す。Lumentumは、この市場の変革期において、主要な技術プロバイダーとして位置づ
けられています。CiscoやNVIDIAといった大手企業との競争は激しいものの、同社の技
術的優位性と戦略的パートナーシップが強みとなっています。



今後の展望

Lumentumは、AIデータセンターの需要が2028年以降も継続的に成長すると予測してお
り、長期的な需要拡大を見込んでいます。同社は、1.6Tモジュールでの市場先行を維持
しつつ、将来的な3.2Tやそれ以上の速度の技術開発にも注力することで、市場リーダー
シップを強化していく方針です。特にNVIDIAとの協業は、AIエコシステムにおける同社
の重要性を一層高めるでしょう。日本の製造拠点の能力拡張は、グローバルな供給網の
安定化と、新世代技術の迅速な市場投入に貢献すると期待されます。

元記事: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/event-lumentum-sees-ai-data-centers-driving-

major-optical-connectivity-growth-2026-08-27/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/event-lumentum-sees-ai-data-centers-driving-major-optical-connectivity-growth-2026-08-27/
https://www.marketbeat.com/instant-alerts/event-lumentum-sees-ai-data-centers-driving-major-optical-connectivity-growth-2026-08-27/


#06 Coherent、2026年度第4四半期に過去最高の収益を
達成、AIデータセンター向け800G/1.6T光トランシーバー
需要が牽引

概要

Coherentは、2026会計年度第4四半期において過去最高の収益を記録しました。これ

は、AIデータセンターにおける銅線から光接続への移行による800Gおよび1.6T光トラ
ンシーバーの強い需要に牽引されたものです。同社は、特に6インチインジウムリン
（InP）製造への移行を通じて、これらの次世代トランシーバーの生産能力を大幅に増

強しています。現在、需要は非常に高く、2028年まで堅調な事業見通しが立っていま
す。この業績は、AI時代における光通信の重要性を明確に示しています。

公開日 2026年08月20日  The Motley Fool  アメリカ



詳細

主要成果

Coherentは、2026会計年度第4四半期に過去最高の収益を記録し、AIデータセンター市
場における光接続への急速な移行が同社の業績を大きく牽引しました。特に、800Gお
よび1.6T光トランシーバーに対する強い需要が収益拡大の主要因となっています。同社
は、この旺盛な需要に対応するため、6インチインジウムリン（InP）製造技術への移行
を進めることで、生産能力を戦略的に増強しています。Coherentは、2028年まで事業の
力強い見通しを立てており、AI時代における光通信技術の不可欠な役割を強調していま
す。

技術・臨床詳細

AIワークロードの増加は、データセンター内のデータ伝送に前例のない要求をもたらし
ており、従来の銅線接続ではその性能と効率の限界に直面しています。Coherentの
800Gおよび1.6T光トランシーバーは、これらの課題を解決するための核となる技術で
す。これらのトランシーバーは、高帯域幅、低消費電力、低遅延を実現し、AIクラスタ
ー内での大量のデータ移動を効率的にサポートします。

特に、6インチInPウェハ製造への移行は、生産効率とコスト効率を大幅に向上させる戦
略的な動きです。InPは、高速光デバイスに不可欠な化合物半導体であり、ウェハサイ
ズを拡大することで、より多くのデバイスを一度に製造できるようになります。これに
より、Coherentは市場の急増する需要に対して、より迅速かつ大規模に対応することが
可能となり、競争優位性を確立しています。

背景・業界文脈

データセンター市場は、生成AIや機械学習の台頭により、これまでにない変革期を迎え
ています。従来のネットワークインフラは、AIアプリケーションが要求する帯域幅と処
理能力のギャップに対応できていません。このため、データセンター事業者やクラウド
サービスプロバイダーは、インフラの光化を加速しており、Coherentのような高性能光
部品サプライヤーへの依存度が高まっています。銅線から光接続への移行は、単なる技
術的な選択ではなく、次世代AIインフラを構築するための経済的および性能上の必然と
なっています。



今後の展望

Coherentの経営陣は、AIデータセンター市場の成長が今後も持続すると見ており、2028

年以降も安定した需要が見込まれると予測しています。同社は、生産能力の継続的な拡
大と、先進的な光技術の研究開発に投資することで、市場リーダーとしての地位を維
持・強化していく計画です。1.6Tを超える次世代技術への準備も進めており、AIエコシ
ステムにおける重要なパートナーとしてのCoherentの役割は、今後さらに拡大するでし
ょう。

元記事: https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/19/coherent-cohr-q4-2026-earnings-

call-transcript/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/19/coherent-cohr-q4-2026-earnings-call-transcript/
https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/19/coherent-cohr-q4-2026-earnings-call-transcript/


#07 EnablenceとShunYun Technology、ベトナム新工場
で800G/1.6T、CPO/LPO向け高速平面光回路の量産準備
を完了、中国外からの供給を強化

概要

Enablence TechnologiesとShunYun Technologyは、ベトナムの新工場で、AIデータセン

ターの成長を支えるための量産準備を完了しました。この工場では、800G、1.6T、コ
パッケージドオプティクス（CPO）、リニアプラガブルオプティクス（LPO）向けの
高速平面光回路（PLC）製品が生産されます。この取り組みは、ハイパースケーラーや

通信事業者に対し、中国以外の地域からの重要な供給源を提供することで、サプライ
チェーンの多様化と強靭化に貢献します。ベトナムでの製造拠点の確保は、地政学リ
スクを分散し、顧客への安定供給を保証する戦略的な意味合いを持ちます。

公開日 2026年08月27日  Newsfile  アメリカ



詳細

主要成果

Enablence TechnologiesとShunYun Technologyは、ベトナムに新設された工場で、AIデ
ータセンターの急成長に対応するための高速平面光回路（PLC）製品の量産準備を完了
しました。この戦略的な動きにより、両社は800G、1.6Tといった次世代の高速光通信規
格に加え、コパッケージドオプティクス（CPO）およびリニアプラガブルオプティクス
（LPO）向けの製品を生産できるようになります。このベトナム工場は、ハイパースケ
ーラーや通信事業者に対して、中国以外の地域からの供給源を提供することで、グロー
バルサプライチェーンの多様化と強靭化に大きく貢献します。

技術・臨床詳細

AIクラスターの爆発的な増加は、データセンターにおける光通信インフラに未曾有の帯
域幅と効率の要求をもたらしています。平面光回路（PLC）は、光信号のルーティン
グ、分割、結合を小型かつ高精度に行うための基盤技術であり、光トランシーバーや光
インターコネクトの中心的なコンポーネントです。EnablenceとShunYun Technologyが
提供するPLC製品は、800Gおよび1.6Tという超高速伝送速度をサポートし、CPOやLPO

といった次世代技術に不可欠です。

CPOは、光モジュールをプロセッサチップのパッケージ内に直接統合することで、電気
的なボトルネックを解消し、電力消費と遅延を劇的に削減します。一方、LPOは、DSP

（デジタル信号処理）チップを省略することで、コストと電力効率を最適化するソリュ
ーションです。ベトナム工場では、これらの先進的な光技術に対応するPLCを大規模に
生産することで、AIインフラの性能向上とコスト削減に寄与します。

背景・業界文脈

近年、グローバルサプライチェーンのレジリエンスが重要視されており、特に半導体や
重要電子部品の製造において、特定の国や地域への依存度を低減する動きが加速してい
ます。EnablenceとShunYun Technologyによるベトナムでの量産体制確立は、この「チ
ャイナプラスワン」戦略の一環として位置づけられます。これにより、ハイパースケー
ラーや通信事業者は、地政学的リスクを分散し、より安定した部品供給を確保できるよ
うになります。AIデータセンターの構築が世界的に進む中で、信頼性の高い供給網の確
保は、企業にとって重要な競争要因となります。



今後の展望

ベトナム新工場の量産開始は、EnablenceとShunYun Technologyにとって、世界的なAI

インフラ市場での地位を強化する重要なマイルストーンとなります。両社は、この新拠
点を活用し、高速光通信市場の成長をさらに加速させることを目指しています。中国以
外の製造拠点の確立は、顧客に選択肢を提供し、市場全体の健全な発展に貢献するでし
ょう。将来的には、より高度なフォトニクス技術の導入や、生産能力のさらなる拡張も
視野に入れていると考えられます。

元記事: https://www.newsfilecorp.com/release/311744/Enablence-Technologies-and-ShunYun-

Technology-Complete-Volume-Production-Readiness-at-Vietnam-Fab-Designed-to-Support-AI-Data-

Centers-Growth

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.newsfilecorp.com/release/311744/Enablence-Technologies-and-ShunYun-Technology-Complete-Volume-Production-Readiness-at-Vietnam-Fab-Designed-to-Support-AI-Data-Centers-Growth
https://www.newsfilecorp.com/release/311744/Enablence-Technologies-and-ShunYun-Technology-Complete-Volume-Production-Readiness-at-Vietnam-Fab-Designed-to-Support-AI-Data-Centers-Growth
https://www.newsfilecorp.com/release/311744/Enablence-Technologies-and-ShunYun-Technology-Complete-Volume-Production-Readiness-at-Vietnam-Fab-Designed-to-Support-AI-Data-Centers-Growth


#08 Coherent、NVIDIAとの提携と20億ドルの投資計画で
AI光インターコネクト市場の成長を加速、800G/1.6T光ト
ランシーバー需要に対応

概要

Coherentは、AIデータセンターインフラと高性能コンピューティングの拡大に伴い、

800G、1.6T以上の高度な光トランシーバーおよび関連フォトニックコンポーネントへ
の需要増大に対応しています。同社は、NVIDIAとの戦略的提携を強化し、米国での光
コンポーネント供給、研究開発、製造能力を拡大するために20億ドルの投資計画を発

表しました。この投資は、AIワークロードが要求する高帯域幅と低遅延を実現する次
世代光技術の開発と量産を加速し、Coherentの市場での優位性をさらに強固にするも
のです。

公開日 2026年08月23日  Andy Lin's Long-term Stock Investment Blog  アメリカ



詳細

主要成果

Coherentは、AIデータセンターインフラおよび高性能コンピューティング（HPC）の急
速な拡大に伴う、高度な光トランシーバーやフォトニックコンポーネントへの需要増大
に積極的に対応しています。同社は、特に800Gおよび1.6T以上の高速光伝送技術に注力
しており、この分野でのリーダーシップを強化するため、NVIDIAとの戦略的提携を深め
ました。さらに、光コンポーネントの供給、研究開発、および米国での製造能力を大幅
に拡大するための20億ドル規模の投資計画を発表し、AI時代における中核的な役割を確
固たるものにしています。

技術・臨床詳細

現代のAIモデルは、学習と推論において膨大な量のデータを処理するため、データセン
ター内の通信帯域幅と遅延が決定的な要素となります。Coherentが提供する800G、1.6T
以上の光トランシーバーは、これらのボトルネックを解消するための鍵となります。こ
れらのトランシーバーは、電気信号と比較してはるかに高い速度と効率でデータを伝送
でき、消費電力も削減します。光パススイッチング技術も、ネットワークの柔軟性と効
率性を向上させるために不可欠です。

20億ドルの投資は、最先端のフォトニックコンポーネントの研究開発を加速させるだけ
でなく、米国における製造施設の近代化と拡張にも充てられます。これにより、
Coherentはサプライチェーンの強靭性を高め、地政学的リスクを軽減しつつ、顧客への
安定供給を保証できるようになります。特に、NVIDIAのようなAIエコシステムの主要プ
レイヤーとの提携は、Coherentの技術がAIアクセラレーターやHPCシステムに深く統合
され、より最適化されたソリューションを提供できることを意味します。

背景・業界文脈

AIの進化は、データセンターアーキテクチャに革命をもたらしており、従来の銅線ベー
スのインターコネクトから光ベースのソリューションへの大規模なシフトを引き起こし
ています。この変革期において、Coherentは、エンジニアリング材料、光電子部品、レ
ーザー技術における長年の専門知識を活かし、中心的な役割を担っています。NVIDIAの
ような業界リーダーとの協業は、Coherentの技術がAI産業の最前線で採用されているこ
とを裏付けており、市場での競争力を一層高めます。



今後の展望

Coherentの20億ドルの投資計画とNVIDIAとの提携は、同社がAI光インターコネクト市
場での長期的な成長戦略を推進していることを示しています。米国での製造能力強化
は、顧客にとっての信頼性を高め、グローバルなサプライチェーンにおける重要な選択
肢となるでしょう。今後の数年間で、AIワークロードはさらに複雑化し、データ転送速
度の要求は増大する一方であるため、Coherentの先進的な光技術は、この継続的な需要
に応える上で不可欠な存在となると予測されます。

元記事: https://www.granitefirm.com/blog/us/2026/08/23/coherent-optic-laser/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.granitefirm.com/blog/us/2026/08/23/coherent-optic-laser/


#09 Ciena、2026年度第3四半期決算発表を控え、コヒー
レント光ソリューションとネットワーク自動化の動向に注
目

概要

Cienaは、2026会計年度第3四半期の決算発表を間もなく行う予定であり、市場の注目

を集めています。同社の製品ポートフォリオは、通信事業者、クラウド事業者、大企
業向けに特化しており、帯域幅の最適化と遅延の削減を目的としたコヒーレント光ソ
リューション、高度なパケットネットワーキングプラットフォーム、そしてネットワ

ーク自動化ソフトウェアスイートを包括的に提供しています。これらのソリューショ
ンは、現代のデジタル経済が要求する高速かつ効率的なネットワークインフラの構築
に不可欠であり、今回の決算はCienaの市場戦略の健全性を示す重要な指標となるでし

ょう。

公開日 2026年08月27日  MarketBeat  アメリカ



詳細

主要成果

通信およびネットワーク技術のリーディングカンパニーであるCienaは、2026会計年度
第3四半期の決算発表を間近に控え、その業績と将来戦略に市場の注目が集まっていま
す。同社の決算発表は、AIやクラウドサービスの急速な普及により高まるネットワーク
需要に対するCienaの対応力を測る上で重要な指標となります。特に、コヒーレント光
ソリューションやネットワーク自動化ソフトウェアの需要動向が注目されます。

技術・臨床詳細

Cienaの広範な製品ポートフォリオは、現代のデータ集約型環境において不可欠な技術
を提供しています。その中核を成すのは、帯域幅を最適化し、ネットワーク遅延を大幅
に削減するように設計されたコヒーレント光ソリューションです。これは、長距離伝送
から都市圏ネットワーク、そしてデータセンター間接続（DCI）に至るまで、幅広いア
プリケーションで高性能を実現します。

また、同社は先進的なパケットネットワーキングプラットフォームを提供しており、通
信事業者やクラウド事業者が、多様なトラフィックを効率的にルーティング・管理でき
るようにします。さらに、Cienaのネットワーク自動化ソフトウェアスイートは、ネッ
トワーク運用の複雑さを軽減し、プロビジョニングの高速化とサービス提供の柔軟性を
高めることで、運用コストの削減と効率性の向上に貢献しています。これらの技術は、
AIアプリケーションの爆発的増加に伴う帯域幅と低遅延の要求に応える上で、極めて重
要な役割を果たします。

背景・業界文脈

今日のデジタル経済では、5G、IoT、クラウドコンピューティング、そしてAIの進化
が、ネットワークインフラに前例のない負荷をかけています。このような状況下で、
Cienaのような企業は、従来のネットワークアーキテクチャでは対応できない課題に対
し、革新的なソリューションを提供することで、その存在感を増しています。通信事業
者やエンタープライズ顧客は、データ量の増加に対応しつつ、運用効率を向上させるた
めに、Cienaの統合型ポートフォリオのような包括的なソリューションを求めていま
す。



今後の展望

Cienaの今後の業績は、コヒーレント光技術の継続的な進化と、ネットワーク自動化ソ
リューションの市場浸透にかかっています。同社は、WaveLogicシリーズなどのコヒー
レント光技術で市場をリードしており、AIデータセンターやクラウドエッジネットワー
クへの展開をさらに加速させる可能性があります。今回の決算発表は、Cienaがこれら
の成長機会をいかに捉え、市場での競争力を維持していくかを示す重要な手がかりとな
るでしょう。投資家や業界関係者は、今後のガイダンスや技術革新に関する発表に注目
しています。

元記事: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/upcoming-ciena-cien-expected-to-announce-

earnings-on-thursday-2026-08-27/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/upcoming-ciena-cien-expected-to-announce-earnings-on-thursday-2026-08-27/
https://www.marketbeat.com/instant-alerts/upcoming-ciena-cien-expected-to-announce-earnings-on-thursday-2026-08-27/


#10 800G/1.6T光モジュールの性能を支える高周波MLCC
の進化：超小型・高信頼性コンデンサがAI時代の大容量通
信を可能に

概要

最新の800Gおよび1.6T光モジュールにおいて、高周波積層セラミックコンデンサ

（MLCC）が直面する技術的課題と、それらを解決するソリューションが詳細に解説さ
れています。これらの超高速光モジュールは、限られた空間内で多チャンネルレーザ
ーや複雑なDSPチップを駆動し、信号完全性を確保するために、電源リップルを最小

限に抑える必要があります。そのため、超小型かつ高性能で高信頼性を持つMLCCが不
可欠であり、その選定と配置がモジュール全体の性能を大きく左右します。これは、
AI時代の大容量通信を支える上で欠かせない裏側の技術革新です。

公開日 2026年08月21日  Barron (Barron MLCC)  国際



詳細

主要成果

800Gおよび1.6Tといった次世代光モジュールの性能を最大限に引き出すためには、その
内部で重要な役割を果たす高周波積層セラミックコンデンサ（MLCC）の技術革新が不
可欠であることが明らかになりました。これらの光モジュールは、限られた圧縮された
スペース内で、多チャンネルレーザーと複雑なデジタル信号処理（DSP）チップを効率
的かつ安定して動作させる必要があります。このため、信号完全性を確保し、電源リッ
プルを最小限に抑えるために、超小型で高性能、かつ高信頼性を持つMLCCが極めて重
要なコンポーネントとなります。

技術・臨床詳細

800Gや1.6Tの光モジュールは、膨大なデータを高速で伝送するために、高密度に集積さ
れた電子部品を搭載しています。特に、多チャンネルレーザードライバーやTIA
（Transimpedance Amplifier）、そして高速DSPは、安定した電源供給とノイズの抑制が
不可欠です。MLCCは、これらの部品のすぐ近くに配置され、高周波ノイズを除去し、
急激な電流変化に対応して安定した電圧を供給するデカップリングコンデンサとして機
能します。

課題となるのは、モジュール内部のスペース制約と、数十ギガヘルツにも及ぶ高周波環
境です。従来のMLCCでは、自己共振周波数やインダクタンス特性が問題となり、所望
のノイズ除去性能を発揮できない場合があります。そのため、最新の光モジュールで
は、より低いESL（等価直列インダクタンス）とESR（等価直列抵抗）を持ち、広範な周
波数帯で安定した特性を示す超小型MLCCが求められます。複数のMLCCを最適な位置に
配置することで、電源インピーダンスを最小化し、システム全体の信号完全性を確保す
る設計が鍵となります。



背景・業界文脈

AIデータセンターや高性能コンピューティングの発展に伴い、光通信の速度と密度は指
数関数的に増加しています。これにより、光モジュールの消費電力と発熱も増大し、小
型化と高効率化が常に求められています。MLCCは、電子回路の「縁の下の力持ち」と
して、目立たないながらもシステム全体の安定動作に不可欠な役割を担っています。光
モジュールベンダーは、高性能な光電変換デバイスと並行して、受動部品であるMLCC

の性能向上にも深く依存しています。サプライヤー側の技術革新が、光通信の進化を支
える構造となっています。

今後の展望

今後の光モジュールは、3.2T、さらにはそれ以上の速度へと進化していくことが予想さ
れます。これに伴い、MLCCにはさらなる小型化、高容量化、そして高周波特性の向上
が求められるでしょう。特に、温度変化や経年劣化に対する信頼性の確保も重要な課題
です。MLCCメーカーは、新しい誘電体材料の開発や積層技術の改良を通じて、これら
の要求に応えることが期待されています。光モジュールとMLCCの技術は相互に進化し
続けることで、未来の大容量・高速通信インフラの基盤を築いていきます。

元記事: https://www.barronmlcc.com/light-speed-flow-behind-the-scenes-high-frequency-mlcc-

survival-rules-in-800g/1.6t-optical-modules.html

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.barronmlcc.com/light-speed-flow-behind-the-scenes-high-frequency-mlcc-survival-rules-in-800g/1.6t-optical-modules.html
https://www.barronmlcc.com/light-speed-flow-behind-the-scenes-high-frequency-mlcc-survival-rules-in-800g/1.6t-optical-modules.html


#11 Ciena、e& UAEネットワーク案件で注目を集める、
高容量地域ネットワーク向けにWaveLogicコヒーレント光
技術を提供

12_Ciena、e& UAEネットワーク案件で注目を集める、高容量地域ネットワーク向けに
WaveLogi

概要

Cienaは、e& UAE（旧Etisalat UAE）のネットワーク展開案件で注目を集めています。
同社は、高容量地域ネットワーク向けに、先進的な光ハードウェア、コヒーレント技

術、およびネットワーク制御ソフトウェアを統合したソリューションを提供しまし
た。Cienaの製品ポートフォリオは、データセンターインターコネクト、クラウド接
続、長距離ネットワークを網羅するWaveLogicコヒーレント技術や多様な伝送プラッ

トフォームに焦点を当てています。この案件は、Cienaの技術が中東地域におけるデジ
タルインフラの強化に貢献する具体的な事例であり、同社のグローバル戦略の成功を
示しています。

公開日 2026年08月20日  Kalkine Media  アメリカ



詳細

主要成果

Cienaは、中東の通信大手e& UAE（旧Etisalat UAE）との大規模ネットワーク展開案件
で、業界内外から大きな注目を集めています。この契約に基づき、Cienaはe& UAEに対
し、高容量地域ネットワークの構築に必要な最先端の光ハードウェア、革新的なコヒー
レント技術、および高度なネットワーク制御ソフトウェアを組み合わせた統合ソリュー
ションを提供しました。これは、Cienaの技術がグローバルな通信インフラの進化にお
いて極めて重要な役割を担っていることを示すものです。

技術・臨床詳細

e& UAEのネットワーク強化プロジェクトでは、CienaのWaveLogicコヒーレント技術が
中心的な役割を果たしています。WaveLogicは、光信号の伝送容量と距離を最大化する
ための高度なDSP（デジタル信号処理）を利用し、既存の光ファイバーインフラの活用
効率を大幅に向上させることができます。これにより、帯域幅の増強、消費電力の削
減、およびネットワークの柔軟性向上が実現されます。

Cienaのソリューションには、コヒーレント光伝送システムだけでなく、パケットオプ
ティカル伝送プラットフォームやネットワーク管理・自動化ソフトウェアスイートも含
まれます。これにより、e& UAEは、データセンターインターコネクト（DCI）、クラウ
ド接続、および長距離ネットワークといった多様なサービスを、より高い効率と信頼性
で提供できるようになります。特に、AIや5Gの普及に伴うデータトラフィックの爆発的
増加に対応するための、スケーラブルかつプログラマブルなネットワークの構築が期待
されます。

背景・業界文脈

中東地域は、デジタル変革を積極的に推進しており、高速で信頼性の高い通信インフラ
への投資が活発です。e& UAEのような主要通信事業者は、顧客の需要に応えるため、
最先端のネットワーク技術を導入しています。Cienaは、長年にわたり光ネットワーキ
ング分野でリーダーシップを発揮しており、その実績と技術力が今回の大型案件獲得に
繋がりました。地域的なデジタル格差を解消し、新たな経済成長を促進する上で、この
ようなインフラ投資は不可欠です。



今後の展望

今回のe& UAEとの提携は、Cienaにとって中東市場におけるプレゼンスを強化するだけ
でなく、グローバルな市場での信頼性をさらに高めるものとなります。Cienaは、引き
続きWaveLogic技術の進化とネットワーク自動化ソリューションの展開に注力し、世界
中の通信事業者やクラウド事業者のデジタル変革を支援していくでしょう。高容量ネッ
トワークの需要は今後も増加の一途を辿るため、Cienaの技術は、未来のデジタル社会
を支える上で欠かせない存在として、その重要性を増していくと予測されます。

元記事: https://kalkinemedia.com/us/stocks/technology/why-is-ciena-nysecien-in-focus-after-e-uae-

network-deal

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://kalkinemedia.com/us/stocks/technology/why-is-ciena-nysecien-in-focus-after-e-uae-network-deal
https://kalkinemedia.com/us/stocks/technology/why-is-ciena-nysecien-in-focus-after-e-uae-network-deal


#12 上海交通大学、データセンター向け光・電子統合で
FOWLP技術を開発し信号損失と相互接続密度を大幅改善

概要

上海交通大学の研究チームは、データセンターの高速データ転送における電子部品と
フォトニック部品の統合課題を解決するため、ファンアウト・ウェハーレベル・パッ
ケージング（FOWLP）技術を開発しました。この技術は、再配線層（RDL）と低誘電

率材料ベンゾシクロブテンを利用し、シームレスな統合、信号損失の低減、相互接続
密度の向上を実現しています。これにより、高周波動作時の熱安定性が向上し、伝送
損失も削減されるため、次世代のAI/HPCインフラストラクチャにおける性能と効率の

大幅な向上が期待されます。

公開日 2026年08月20日  IMAPS 3D InCites Content Platform  中国



詳細

主要成果

上海交通大学の研究者たちは、データセンターにおける電子部品とフォトニック部品の
統合という長年の課題に対し、画期的なファンアウト・ウェハーレベル・パッケージン
グ（FOWLP）技術を開発しました。この新技術は、高周波動作における信号損失を大幅
に低減し、相互接続密度を向上させることで、次世代データセンターの計算能力と効率
性を飛躍的に高める可能性を秘めています。

技術・臨床詳細

FOWLP技術の採用: 研究チームは、電子とフォトニックコンポーネントをシームレス
に統合するためにFOWLPアプローチを導入しました。この技術は、シリコンフォト
ニクス、コパッケージド・オプティクス、そして先進パッケージング技術の限界を突
破することを目的としています。

高精度再配線層（RDL）: 高精度な接続を実現するために、RDLが活用されていま
す。これにより、微細な信号経路でのエラーを最小限に抑え、信頼性の高いデータ転
送を保証します。

低誘電率材料ベンゾシクロブテン: 絶縁材料としてベンゾシクロブテン（BCB）を使
用することで、高周波信号の伝送損失を効果的に抑制し、同時に熱安定性を向上させ
ています。これは、高速かつ高密度な集積回路において、デバイスの性能維持と信頼
性確保に不可欠な要素です。

データセンターの課題解決: 従来の銅配線が抱える帯域幅と電力消費のボトルネック
に対し、光によるデータ転送は根本的な解決策を提供します。このFOWLP技術は、
その光と電子のギャップを埋める上で極めて重要な役割を果たします。

背景・業界文脈

データセンターにおけるAIや高性能コンピューティング（HPC）の需要増大に伴い、内
部でのデータ転送速度と効率の向上が喫緊の課題となっています。特に、GPUやCPUの
計算能力が向上する一方で、それらを相互接続する電気信号の伝送がボトルネックとな
り、システム全体のパフォーマンスを制限していました。シリコンフォトニクスとコパ
ッケージド・オプティクスは、このボトルネックを解消する次世代技術として注目され
ており、本研究はその実用化に向けた重要な一歩となります。先進パッケージングは、
これらの技術を実装し、製品化するための鍵です。



今後の展望

このFOWLP技術は、データセンター、AIスーパーコンピューティング、HPCクラスタな
ど、高速・大容量データ転送が求められるあらゆる分野で革新をもたらすでしょう。シ
ームレスな光電統合が可能になることで、システム全体の消費電力削減と計算能力の向
上が期待されます。また、この技術は、将来的には量子コンピューティングやエッジAI
デバイスへの応用も視野に入れられており、広範な産業分野への影響が予測されます。

元記事: https://www.3dincites.com/2026/08/breaking-the-compute-barrier-with-light-silicon-photonics-

co-packaged-optics-and-advanced-packaging/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.3dincites.com/2026/08/breaking-the-compute-barrier-with-light-silicon-photonics-co-packaged-optics-and-advanced-packaging/
https://www.3dincites.com/2026/08/breaking-the-compute-barrier-with-light-silicon-photonics-co-packaged-optics-and-advanced-packaging/


#13 TSMC、1.6nm A16プロセス開発を完了し第4四半期
に量産開始へ

概要

TSMCは、次世代半導体製造技術である1.6nm A16プロセスの開発を完了し、今年の第
4四半期に量産を開始すると発表しました。この最先端プロセスは、高性能コンピュー
ティング（HPC）やAIアプリケーションに不可欠な基盤技術であり、消費電力削減と

性能向上を両立させます。A16プロセスの導入は、エレクトロニクスとフォトニクス
の統合が進む中で、電子チップ性能の底上げを通じてシリコンフォトニクスエコシス
テムの発展を間接的に加速させるでしょう。

公開日 2026年08月24日  Design And Reuse  台湾



詳細

主要成果

世界最大の半導体ファウンドリであるTSMCは、1.6nm A16プロセス技術の開発を完了
し、2026年第4四半期に量産を開始する準備が整ったことを発表しました。この画期的
な進展は、AIおよび高性能コンピューティング（HPC）の次の波を支える上で極めて重
要な意味を持ちます。

技術・臨床詳細

A16プロセスの特徴: A16プロセスは、TSMCの既存技術を凌駕する高いトランジスタ
密度と電力効率を提供します。具体的な数値は未公表ですが、前世代と比較して大幅
な性能向上と消費電力削減が見込まれます。

Beyond Nanosheet: このプロセスは、革新的なトランジスタ構造と材料技術を導入
し、微細化の限界に挑んでいます。これにより、AIアクセラレータ、データセンター
向けプロセッサ、高性能モバイルチップなど、要求の厳しいアプリケーション向けに
最適化されたチップが可能になります。

製造開始時期: 2026年第4四半期の量産開始は、業界におけるリーダーシップをさら
に確固たるものにし、顧客企業が次世代製品を市場に投入するタイミングに大きな影
響を与えます。

背景・業界文脈

半導体業界では、ムーアの法則の減速が叫ばれる中、より微細なプロセス技術の開発が
競争力の源泉となっています。特にAIの進化は、膨大な計算能力とデータ転送速度を必
要とし、半導体メーカーにとっての最大のモチベーションです。TSMCのA16プロセス
は、AIチップの性能を向上させるだけでなく、電子チップと光チップを統合するシリコ
ンフォトニクスなどの先端技術の進化にも間接的に貢献します。高性能な電子制御回路
は、光通信の効率と速度を最大化するために不可欠だからです。



今後の展望

A16プロセスの導入は、AI、HPC、自動運転、5G/6G通信といった分野における製品開
発を加速させます。特に、シリコンフォトニクスモジュールやコパッケージド・オプテ
ィクス（CPO）の性能は、その基盤となる電子チップの進化に強く依存します。この新
しいプロセス技術は、AIワークロードにおけるデータ移動のボトルネックを解消するた
めの光接続ソリューションの実装を加速し、データセンターのエネルギー効率とスルー
プットを劇的に改善する可能性を秘めています。TSMCのこの動きは、今後の技術ロー
ドマップに大きな影響を与えるでしょう。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#14 Rapidus、2030年までに600mmパネルで8リテンク
ルインターポーザーを目指す先進パッケージング技術のロ
ードマップを発表

概要

日本の次世代半導体製造を担うRapidusは、2030年までに600mmの大型先進パッケー

ジングパネル上で8リテンクルインターポーザーの実現を目指すロードマップを発表し
ました。この目標は、複雑なチップレットを統合し、将来のコンピューティングシス
テムにおける性能と密度を大幅に向上させるためのものです。特に、フォトニック集

積回路（PIC）を含む異種チップレットの高効率な統合に不可欠であり、次世代AIチッ
プやデータセンターインフラの基盤となります。

公開日 2026年08月24日  Design And Reuse  日本



詳細

主要成果

日本の次世代半導体ファウンドリであるRapidusは、先進パッケージング技術の野心的
なロードマップを発表しました。同社は2030年までに、600mmの大型パッケージング
パネル上で8リテンクルのインターポーザーを実現することを目指しており、これは高
密度なチップレット統合の分野で画期的な進歩となります。

技術・臨床詳細

8リテンクルインターポーザーの目標: 現在の技術では通常、より小型のパネルや少
ないリテンクル数でインターポーザーが製造されますが、Rapidusはこの規模を大幅
に拡大する計画です。8リテンクルインターポーザーは、複数のCPU、GPU、メモ
リ、そして将来的にフォトニック集積回路（PIC）といった多様なチップレットを効
率的に接続するための広大な基盤を提供します。

600mmパネルの採用: 半導体パッケージングでは、コスト効率とスループットの向
上のためにより大型のパネルが求められます。600mmパネルの使用は、単一の製造
バッチでより多くのインターポーザーや最終製品を生産できることを意味し、量産時
のコスト削減と生産性向上に貢献します。

異種統合の推進: この技術は、異なる機能を持つチップレットを一つのパッケージ内
で統合する「異種統合（heterogeneous integration）」の鍵となります。特に、帯域
幅と電力効率の課題に直面するAI/HPC分野において、電子チップと光チップの融合
を可能にする先進パッケージングは不可欠です。

背景・業界文脈

AIの爆発的な普及と高性能コンピューティングの需要増大により、従来のモノリシック
な半導体製造アプローチは限界に達しつつあります。チップレット技術と先進パッケー
ジングは、個々の最適なチップを組み合わせることで、性能、電力効率、コスト効率の
バランスを取るための戦略として浮上しています。Rapidusのこの動きは、日本が先端
半導体製造で国際競争力を回復するための国家戦略の一環であり、特に米国のHPC市場
への供給を目指しています。この技術は、AI時代におけるデータ処理能力のボトルネッ
ク解消に直接貢献すると期待されています。



今後の展望

Rapidusが掲げる2030年の目標達成は、次世代のAIアクセラレータ、データセンター向
けプロセッサ、スーパーコンピューターなど、高密度かつ高性能なコンピューティング
システムに不可欠な基盤を提供します。特に、シリコンフォトニクスなどの光技術との
統合が進むにつれて、インターポーザーは光電変換モジュールや光相互接続のハブとし
て機能するようになります。この先進パッケージング技術は、単にチップを連結するだ
けでなく、データ転送の帯域幅を劇的に拡大し、システムのエネルギー効率を向上させ
ることで、AI時代のコンピューティングアーキテクチャ全体を変革する可能性を秘めて
います。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#15 Alibaba、270億パラメータのAIモデルをGPU不要で
実行可能なRISC-Vチップを開発

概要

Alibabaは、GPUを使用せずに270億パラメータのAIモデルを実行できるRISC-Vベース
のチップを開発しました。この成果は、AIワークロード向けに特化した代替チップア
ーキテクチャの著しい進歩を示しており、既存のGPU中心のアプローチに代わる選択

肢を提供します。将来的には、この種の専用ハードウェアが、フォトニックAIアクセ
ラレーターの開発や導入を補完、あるいはその方向性に影響を与える可能性がありま
す。

公開日 2026年08月24日  Design And Reuse  中国



詳細

主要成果

Alibabaは、グラフィック処理ユニット（GPU）に依存することなく、270億ものパラメ
ータを持つ大規模なAIモデルを効率的に実行できるRISC-Vベースの革新的なチップを開
発しました。このブレークスルーは、AIハードウェア設計における新しい方向性を示唆
し、電力効率とコスト効率の高いAIコンピューティングの可能性を広げます。

技術・臨床詳細

RISC-Vアーキテクチャの活用: 開発されたチップは、オープンソースの命令セットア
ーキテクチャであるRISC-Vを基盤としています。RISC-Vの柔軟性と拡張性は、特定
のAIワークロードに特化したハードウェアアクセラレーションを組み込む上で大きな
利点となります。

GPUフリーのAIモデル実行: 従来のAIモデルは、その並列計算の特性からGPUに大き
く依存してきましたが、AlibabaのチップはGPUなしで270億パラメータという大規模
モデルを実行できる能力を持ちます。これは、モデルの推論フェーズにおける効率
化、電力消費の削減、およびコストダウンに直結する可能性があります。

AIワークロード特化設計: チップは、AIの特定の計算パターン（例えば、行列演算、
畳み込み演算など）に最適化された専用ハードウェアコンポーネントを統合している
と考えられます。これにより、汎用GPUよりも特定のAIタスクで優れた性能を発揮し
ます。

背景・業界文脈

AIモデルの規模は急速に拡大しており、それに伴い必要な計算リソースとエネルギー消
費も増大しています。従来のGPU中心のアプローチは強力である一方で、その汎用性ゆ
えに特定のAIタスクにおいては非効率な側面も持ちます。そのため、RISC-Vのようなオ
ープンなISAを基盤とした、より特化されたAIハードウェアの開発が世界中で加速して
います。この動きは、データセンターにおける電力効率の改善や、エッジAIデバイスへ
のAI機能の展開において特に重要視されています。Alibabaのこの成果は、中国がAI半導
体分野で独立した技術を確立しようとする戦略的な動きとも合致しています。



今後の展望

AlibabaのRISC-Vチップは、AIアクセラレーター市場に新たな選択肢をもたらし、特に
クラウドAIサービスやデータセンターにおけるAIインフラのコストと効率性を変革する
可能性があります。また、この種の専用AIハードウェアの発展は、シリコンフォトニク
スや光コンピューティングといった分野にも間接的な影響を与えるでしょう。光通信技
術は、次世代AIシステムにおけるデータ移動のボトルネックを解消するために不可欠で
あり、専用AIチップと光アクセラレーターの融合が、さらに高速でエネルギー効率の高
いAIコンピューティングを実現する可能性があります。Alibabaの取り組みは、AIハード
ウェアの多様化と最適化を促し、業界全体のイノベーションを加速させることが期待さ
れます。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#16 Arteris、AIチップIP市場で高いプレミアムを享受 —
特化型IPの需要増大を示す

概要

Arterisは、AIチップの知的財産（IP）が市場で高いプレミアムで取引されていると報告
しました。この動向は、AIハードウェア開発における特化型IPの価値が急速に高まっ
ていることを明確に示しています。高性能なAIアクセラレータ設計において、半導体

メーカーは差別化と効率化のために、高度なIPの導入を積極的に進めています。これ
は、フォトニック技術と統合される可能性のあるコンポーネントを含む、AIチップ設
計エコシステム全体の活況を反映しています。

公開日 2026年08月24日  Design And Reuse  アメリカ



詳細

主要成果

Arteris社は、AIチップに特化した知的財産（IP）が市場で非常に高いプレミアムを享受
していることを強調しました。これは、AIハードウェア設計の複雑化と専門化が進むに
つれて、特定の機能や最適化を可能にするIPの価値が飛躍的に高まっていることを示し
ています。

技術・臨床詳細

IPの重要性: AIチップ開発において、演算コア、メモリインターフェース、オンチッ
プネットワーク（NoC）などのIPは、開発期間の短縮、リスクの低減、そして性能目
標達成の鍵となります。高品質で最適化されたAI特化型IPは、製品の競争力を直接左
右します。

高プレミアムの背景: AIワークロードは、従来の汎用計算とは異なる独特の計算パタ
ーンやデータフローを持つため、これらの特性に最適化されたIPが求められます。こ
のような専門性の高いIPを自社で開発するには膨大な時間とコストがかかるため、実
績のあるIPベンダーからのライセンス購入に高い価値が見出されています。

オンチップネットワーク（NoC）の役割: Arterisは特にNoC IPのリーディングプロバ
イダーであり、AIチップ内でのデータ転送効率を最大化する上で重要な役割を果たし
ます。AIチップでは、大量のデータがコア間やメモリ間で高速にやり取りされるた
め、効率的なNoCがシステム全体のボトルネック解消に不可欠です。

背景・業界文脈

AIチップ市場は、データセンター、エッジデバイス、自動運転など、あらゆる分野で急
速に拡大しています。この市場の成長に伴い、各社は自社製品の差別化と性能向上を図
るため、より高度で特化されたAIハードウェアの開発に注力しています。IPのライセン
スは、開発企業が複雑なチップ設計を効率的に進めるための重要な戦略ツールです。特
に、シリコンフォトニクスなどの新技術がAIアクセラレータに統合される傾向が強まる
中で、光電変換ブロックや光相互接続IPなど、新たな種類のIPの需要も高まると予想さ
れます。



今後の展望

AIチップIPに対する高いプレミアムは、今後もAI技術が進化し、より多様なアプリケー
ションに展開されるにつれて続くでしょう。この動向は、IPベンダーにとってビジネス
チャンスであると同時に、半導体エコシステム全体に健全な競争とイノベーションを促
します。将来的には、光コンピューティングや量子コンピューティングといった新しい
計算パラダイムに関連するIPも台頭し、ArterisのようなIPプロバイダーは、これらの新
しい技術と既存の電子技術との統合を可能にするブリッジとして、さらに重要な役割を
果たす可能性があります。これにより、AIハードウェアの性能と効率はさらなる高みに
達することが期待されます。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#17 TIER IVとルネサス、AIネイティブなソフトウェア定
義車両（SDV）プラットフォームの共同開発で提携

概要

日本の自動運転技術企業TIER IVと半導体大手ルネサスエレクトロニクスは、AIネイテ
ィブなソフトウェア定義車両（SDV）プラットフォームの共同開発に向けた提携を発
表しました。この協業は、車載システムのAI統合を加速させ、将来の自動運転車にお

けるLiDARなどの先進センシング技術やフォトニックコンピューティングの活用を推進
するものです。両社の技術を組み合わせることで、自動運転の安全性と機能性が大幅
に向上すると期待されています。

公開日 2026年08月24日  Design And Reuse  日本



詳細

主要成果

日本の自動運転ソフトウェア開発をリードするTIER IVと、車載半導体の世界的なリーダ
ーであるルネサスエレクトロニクスは、AIネイティブなソフトウェア定義車両（SDV）
プラットフォームの共同開発で戦略的提携を結びました。この協業は、自動車業界にお
けるAIと自動運転技術の統合を加速させ、次世代車両の基盤を構築することを目的とし
ています。

技術・臨床詳細

AIネイティブSDVプラットフォーム: このプラットフォームは、車両の機能の大部分
をソフトウェアで定義し、AIを中核に据えることで、継続的な機能更新と高度な自動
運転機能の実現を目指します。これにより、車両はライフサイクル全体で進化し続け
ることが可能になります。

TIER IVの自動運転OS「Autoware」: TIER IVは、オープンソースの自動運転ソフトウ
ェア「Autoware」の開発と提供で知られており、このプラットフォームにその専門
知識と実績が活かされます。Autowareの柔軟性と拡張性は、多様なユースケースへ
の対応を可能にします。

ルネサスの車載半導体ソリューション: ルネサスは、自動運転システムの中核となる
高性能SoC（System-on-Chip）やマイクロコントローラ（MCU）、パワーマネジメ
ントICなど、幅広い車載向け半導体ソリューションを提供しています。これらのハー
ドウェアが、AI処理を効率的かつ安全に実行するための基盤となります。

LiDARとフォトニクスの役割: 高度な自動運転には、環境認識のためのLiDARをはじ
めとする精密なセンシング技術が不可欠です。本プラットフォームは、これらのセン
サーからの大量データをAIでリアルタイム処理することを前提としており、将来的に
フォトニックコンピューティングがデータ処理能力や電力効率の向上に貢献する可能
性があります。



背景・業界文脈

自動車業界は「CASE」（Connected, Autonomous, Shared, Electric）と呼ばれる大変革
期にあり、ソフトウェアとAIが車両の価値を決定する重要な要素となっています。SDV

は、車両を単なるハードウェアの集合体ではなく、ソフトウェアによって機能が定義さ
れ、アップデートによって進化する「動くコンピュータ」と位置づける概念です。TIER
IVとルネサスの提携は、日本がこのSDV分野で世界をリードするための重要な戦略であ
り、特に安全で信頼性の高い自動運転システムの実現を目指しています。

今後の展望

このAIネイティブSDVプラットフォームは、自動運転レベル3以上を目指す次世代車両
において、計算能力、応答性、安全性、そして開発の柔軟性を飛躍的に向上させるでし
ょう。TIER IVとルネサスの協業は、単に自動運転車を開発するだけでなく、自動車の設
計、製造、利用のあり方そのものを変革する可能性を秘めています。LiDARのような光
センシング技術や、データ転送のボトルネックを解消する光通信技術、さらにはAI処理
を加速するフォトニックコンピューティングの進化が、このプラットフォームの性能を
さらに高めるための鍵となり、次世代モビリティの実現を加速すると期待されます。
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#18 半導体ファウンドリの役割が進化：高まるシリコンフ
ォトニクス製造への影響

概要

半導体ファウンドリの役割が従来のトランジスタ製造から、先進パッケージングや異
種統合へと進化していることが報じられました。この変化は、AIや高性能コンピュー
ティングの需要増大に対応するためのチップレットエコシステムの発展に不可欠で

す。特に、集積フォトニック回路の製造において、ファウンドリが提供する高精度な
プロセスとスケーラビリティは、シリコンフォトニクス技術の産業化と広範な導入に
とって極めて重要な基盤となります。

公開日 2026年08月20日  Design And Reuse  アメリカ



詳細

主要成果

半導体ファウンドリの役割が、単純な半導体チップの製造受託から、より複雑な先進パ
ッケージングソリューションの提供、および多様なチップレットの異種統合へと大きく
変化していることが業界分析で指摘されています。この進化は、AI、高性能コンピュー
ティング（HPC）、およびデータセンターの急速な成長によって加速されています。

技術・臨床詳細

伝統的なファウンドリモデルからの脱却: 従来のファウンドリは、主にトランジスタ
の微細化と集積化に注力していましたが、現代のニーズはチップの機能ブロックを最
適に組み合わせる「システムレベルの統合」へとシフトしています。

先進パッケージングの台頭: ファンアウト、2.5D/3D積層、COWOS（Chip-on-Wafer-

on-Substrate）などの先進パッケージング技術は、ファウンドリの提供するサービス
の中核となりつつあります。これらは、異なるプロセスノードで製造されたチップレ
ットを密接に接続し、性能と電力効率を最大化します。

異種統合への貢献: ファウンドリは、電子チップだけでなく、メモリ、RFコンポーネ
ント、そして特にシリコンフォトニクスのような光デバイスの統合もサポートするよ
うになっています。これにより、一つのパッケージ内で電気と光のコンポーネントを
シームレスに結合し、データ転送のボトルネックを解消する光電集積デバイスの製造
が可能になります。

シリコンフォトニクス製造への影響: 集積フォトニック回路の製造には、電子チップ
製造と同様に高い精度と再現性が求められます。ファウンドリが提供する成熟した
CMOS製造プロセスは、シリコンフォトニクスの大量生産とコスト効率の高い製造を
実現する上で不可欠です。

背景・業界文脈

ムーアの法則の物理的限界が近づく中で、半導体業界は性能向上とコスト削減の新たな
道を模索しています。その一つがチップレットと先進パッケージングによる異種統合で
あり、これにより個別の最適化された機能ブロックを組み合わせることが可能になりま
す。このトレンドは、データセンターの帯域幅要件やAI/HPCの計算能力ニーズに直接応
えるものです。ファウンドリがこの新しい役割を担うことで、設計企業はより複雑で高
性能なチップを迅速に市場に投入できるようになります。



今後の展望

ファウンドリの役割の進化は、シリコンフォトニクス技術の産業化を大きく加速させる
でしょう。光通信モジュール、光コンピューティング、先進センシングなど、光技術を
必要とするアプリケーションは、ファウンドリが提供する高信頼性かつスケーラブルな
製造能力に依存しています。この変革により、光電集積チップの設計から量産までのエ
コシステムがより強固になり、データセンターの次世代光相互接続やAIアクセラレー
タ、さらには量子コンピューティングといった分野でのイノベーションが促進されるこ
とが期待されます。ファウンドリは、単なる製造業者から、技術革新を共同で推進する
戦略的パートナーへとその存在感を高めています。
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